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(57)【要約】
【課題】フレキシブル配線基板から振動子の電極が剥が
れる断線等の事故を防止することができる構造を有する
超音波用探触子を提供する。
【解決手段】この超音波用探触子は、（ａ）所定の配列
で配置されている複数の圧電体と、複数の圧電体の第１
の面に形成された少なくとも１つの共通電極と、複数の
圧電体の第２の面にそれぞれ形成された複数の信号電極
とを含む振動子アレイと、（ｂ）少なくとも１つの共通
電極上に形成され、圧電体よりも小さい音響インピーダ
ンスを有する音響整合層と、（ｃ）複数の信号電極にそ
れぞれ接合される複数のランドを有し、複数の信号電極
間において応力を緩衝するためのたわみ部が形成される
ように複数の信号電極に固定されたフレキシブル基板と
、（ｄ）フレキシブル基板上に固定されたバッキング層
とを具備する。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の配列で配置されている複数の圧電体と、前記複数の圧電体の第１の面に形成され
た少なくとも１つの共通電極と、前記複数の圧電体の第２の面にそれぞれ形成された複数
の信号電極とを含む振動子アレイと、
　前記少なくとも１つの共通電極上に形成され、前記圧電体よりも小さい音響インピーダ
ンスを有する音響整合層と、
　前記複数の信号電極にそれぞれ接合される複数のランドを有し、前記複数の信号電極間
において応力を緩衝するためのたわみ部が形成されるように前記複数の信号電極に固定さ
れたフレキシブル基板と、
　前記フレキシブル基板上に固定されたバッキング層と、
を具備する超音波用探触子。
【請求項２】
　前記フレキシブル基板のたわみ部が、波形の形状を有する、請求項１記載の超音波用探
触子。
【請求項３】
　前記フレキシブル基板のたわみ部が、中空の形状を有する、請求項１記載の超音波用探
触子。
【請求項４】
　前記フレキシブル基板のたわみ部において、前記フレキシブル基板に複数の孔が形成さ
れている請求項１記載の超音波用探触子。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの共通電極と前記音響整合層とが、前記複数の圧電体間において応
力を緩衝するためのたわみ部が形成されるように前記複数の圧電体上に固定されている、
請求項１～４のいずれか１項記載の超音波用探触子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用や構造物探傷用の超音波撮像装置において用いられ、超音波を送信及
び／又は受信する複数の超音波トランスデューサを含む超音波用探触子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、超音波を送信及び／又は受信する超音波トランスデューサとして、圧電セラ
ミック等の圧電体の両端に電極を形成した振動子が一般的に用いられている。そのような
振動子の電極に電圧を印加すると、圧電効果により圧電体が伸縮して超音波を発生する。
さらに、複数の振動子を１次元又は２次元状に配列し、所定の遅延を与えた複数の駆動信
号によって駆動することにより、超音波ビームを所望の方向に向けて形成することができ
る。一方、それぞれの振動子は、超音波を受信することによって伸縮して電気信号を発生
する。
【０００３】
　一般に、超音波用探触子は、上記のような複数の振動子と、それらの振動子と被検体と
の間で音響インピーダンスを整合させる音響整合層と、不要な超音波を減衰させるバッキ
ング材とを主な構成要素としている。また、それらの構成要素の他にも、超音波診断装置
本体から複数の振動子に駆動信号を供給し、また、受信した超音波に基づいて生成される
受信信号を複数の振動子から超音波診断装置本体に出力するための配線が、それらの振動
子の電極に接続されている。
【０００４】
　近年においては、超音波用探触子の小型化が進んでいることもあり、振動子の電極に接
続される配線として、優れた電気特性と可撓性を有するフレキシブル配線基板が用いられ
ることが多い。フレキシブル配線基板の材料として一般的に用いられるポリイミド材は、



(3) JP 2008-85537 A 2008.4.10

10

20

30

40

50

振動子と比較して熱膨張係数が大きいので、フレキシブル配線基板は、その周囲温度によ
って膨張又は収縮し、振動子の電極との接合において問題を生じる。
【０００５】
　例えば、フレキシブル配線基板を振動子の電極に半田ペースト等によって接合する場合
を考える。接合の際には、半田ペースト等の溶融のために、フレキシブル配線基板の周囲
温度が上昇するので、フレキシブル配線基板は膨張する。次に、接合が完了すると、周囲
温度は低下するので、フレキシブル配線基板は収縮しようとする。しかしながら、フレキ
シブル配線基板と振動子の電極とが半田によって固定されているので、フレキシブル配線
基板は十分に収縮することができず、残留応力（収縮応力）が発生する。
【０００６】
　複数の振動子を含む振動子アレイにおいて、１つの振動子の両側に他の振動子が位置し
ている場合には、両側から加えられる残留応力は均衡しているが、振動子アレイの端部に
位置する振動子の場合には、残留応力が片側に集中する。従って、その残留応力の不均衡
が原因となり、経時変化によって、振動子の電極とフレキシブル配線基板とが位置ずれを
起こすことが考えられる。また、そのような位置ずれは、フレキシブル配線基板から振動
子の電極が剥がれる原因となり、断線等の事故を引き起こしてしまう。
【０００７】
　そのような問題は、フレキシブル配線基板を振動子の電極に接合する場合のみでなく、
超音波用探触子が通常に使用される場合においても考えられる。例えば、振動子を駆動す
る際の発熱によるフレキシブル配線基板の膨張と、振動子の駆動を停止した際の温度低下
によるフレキシブル配線基板の収縮とによって、振動子の電極とフレキシブル配線基板と
が位置ずれを起こすことが考えられる。そのような問題に対処するために、様々な技術が
開発されている。
【０００８】
　関連する技術として、下記の特許文献１には、両面に電極を有する多数個の超音波振動
素子を超音波吸収体上に配列してなる超音波用探触子の各素子の電極と、フレキシブル印
刷配線板との電極接続において、フレキシブル印刷配線板が分割されていることを特徴と
する超音波用探触子の電極接続方法が開示されている。この電極接続方法によれば、フレ
キシブル印刷配線板に切断溝が形成されているため、フレキシブル印刷配線板の収縮応力
による断線は起こらないと記載されている。しかしながら、切断溝が形成されたフレキシ
ブル印刷配線板を振動素子と接続する際に、位置ずれが発生し易くなる。また、超音波用
探触子を使用する際に、フレキシブル印刷配線板に形成された切断溝から破断が生じ易く
なることも考えられる。
【特許文献１】特開昭５８－２０２８６７号公報（第１、２頁、図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、上記の点に鑑み、本発明は、フレキシブル配線基板から振動子の電極が剥がれ
る断線等の事故を防止することができる構造を有する超音波用探触子を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明の１つの観点に係る超音波用探触子は、（ａ）所定の
配列で配置されている複数の圧電体と、複数の圧電体の第１の面に形成された少なくとも
１つの共通電極と、複数の圧電体の第２の面にそれぞれ形成された複数の信号電極とを含
む振動子アレイと、（ｂ）少なくとも１つの共通電極上に形成され、圧電体よりも小さい
音響インピーダンスを有する音響整合層と、（ｃ）複数の信号電極にそれぞれ接合される
複数のランドを有し、複数の信号電極間において応力を緩衝するためのたわみ部が形成さ
れるように複数の信号電極に固定されたフレキシブル基板と、（ｄ）フレキシブル基板上
に固定されたバッキング層とを具備する。
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【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、複数の信号電極間において応力を緩衝するためのたわみ部をフレキシ
ブル基板に形成することにより、フレキシブル配線基板から信号電極が剥がれる断線等の
事故を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら詳しく説明す
る。なお、同一の構成要素には同一の参照番号を付して、説明を省略する。
　図１Ａは、本発明の第１の実施形態に係る超音波用探触子の内部構造を示す斜視図であ
る。図１Ａに示すように、超音波用探触子は、圧電効果により伸縮して超音波を発生する
複数の圧電体１１と、それらの圧電体１１に圧電効果を発生させるための電圧が印加され
る少なくとも１つの共通電極１２及び複数の信号電極１３と、超音波の伝播効率を高める
ための音響整合層１４と、圧電体１１から発生した不要な超音波を減衰させるバッキング
材１５とを含んでいる。
【００１３】
　圧電体１１と、その両面に形成された共通電極１２及び信号電極１３とによって、振動
子１６が構成される。振動子１６は、Ｘ軸方向の幅が１０μｍ程度でありＹ軸方向の長さ
が１０００μｍ程度である柱状の形状を有している。本実施形態においては、複数の振動
子１６が、１次元又は２次元状にアレイ化される。
【００１４】
　ここで、圧電体１１の材料としては、圧電セラミックが用いられる。圧電セラミックは
、電気・機械エネルギー変換能力が高いので、体内の深部まで到達可能な強力な超音波を
発生することができ、また、受信感度も高い。具体的な材料として、ＰＺＴ（チタン酸ジ
ルコン酸鉛：Ｐｂ（Ｔｉ，Ｚｒ）Ｏ３）や、同様のペロブスカイト系結晶構造を有する変
成組成の材料や、一般にリラクサ系材料と呼ばれている材料等を用いることができる。
【００１５】
　圧電体１１の材料として圧電セラミックを用いる場合には、振動子１６の音響インピー
ダンスと被検体（人体等）との音響インピーダンスとの間に大きな差があるので、振動子
１６と人体との間に、それらの中間の音響インピーダンスを有する音響整合層１４を設け
ることにより、音響インピーダンスの整合を図って、超音波の伝播効率を上げることが必
要となる。さらに、音響整合層１４を多層構造としても良く、層の数を多くする程、超音
波の伝播効率が良くなるが、製造上の観点から２層構造又は３層構造とすることが多い。
【００１６】
　音響整合層１４の材料としては、例えば、石英ガラスや、有機材料（エポキシ樹脂、ウ
レタン樹脂、シリコン樹脂、アクリル樹脂等）に、高い音響インピーダンスを有する材料
粉末（タングステン、フェライト紛等）を混ぜ合わせた材料が用いられる。また、バッキ
ング材１５の材料としては、音響減衰の大きいエポキシ樹脂やゴム等が用いられる。さら
に、超音波用探触子は、音響整合層１４上に、超音波を集束させるための音響レンズを含
んでいても良い。
【００１７】
　本実施形態においては、共通電極１２が、フレキシブル配線基板（以下、「ＦＰＣ基板
」ともいう）１７に設けられた少なくとも１つの基板端子（ランド）に接合され、ＦＰＣ
基板１７に設けられた配線パターンを介して、信号伝送用の複数の同軸ケーブルのアース
側に接続されて、超音波診断装置本体の接地電位に接続される。
【００１８】
　また、複数の信号電極１３が、ＦＰＣ基板１８に設けられた複数のランドにそれぞれ接
合され、ＦＰＣ基板１８に設けられた複数の配線パターンを介して、信号伝送用の複数の
同軸ケーブルのホット側に接続されて、超音波診断装置本体内の回路に接続される。なお
、ＦＰＣ基板１７及び１８の裏面は、バッキング材１５に接着されている。ＦＰＣ基板１



(5) JP 2008-85537 A 2008.4.10

10

20

30

40

50

７及び１８のランドは、導電ペースト（例えば、銀ペースト）や半田のような機能性接合
材料を用いて、共通電極１２及び信号電極１３にそれぞれ接合される。
【００１９】
　図１Ｂは、図１Ａに示す超音波用探触子をＸ軸方向に切断してＹ軸方向から見た断面図
である。本実施形態においては、ＦＰＣ基板１８の材料として用いられているポリイミド
の可撓性を利用することにより、図１Ｂに示すように、複数の信号電極間において、ＦＰ
Ｃ基板１８に、波形の形状を有するたわみ部が形成されている。このたわみ部は、ＦＰＣ
基板１８を複数箇所において折り曲げることにより形成される。なお、図１Ａ及び図１Ｂ
においては、複数の信号電極間において１つの波形の形状が形成されているが、複数の波
形の形状が形成されていても良い。
【００２０】
　ここで、本実施形態に係る超音波用探触子の製造方法について説明する。
　図２は、図１に示す超音波用探触子の製造方法を説明するための図である。まず、所望
の波形の形状を有する凹凸部が形成された金型プレス機を用いて、ＦＰＣ基板１８を複数
箇所において折り曲げることにより、ＦＰＣ基板１８に波形の形状を形成する（ａ）。ま
た、圧電体１１上に複数の信号電極１３を形成し、ダイシング法等によって圧電体１１の
厚さの半分程まで溝を形成する。次に、電気炉又はホットプレート等を用いて、複数の信
号電極１３を半田によってＦＰＣ基板１８の複数のランドに接合する（ｂ）。さらに、ダ
イシング法等によって、圧電体１１に溝を形成し、既に形成した溝と合わせて貫通溝とす
る。
【００２１】
　ＦＰＣ基板１８の裏面に、バッキング材１５を接着剤等によって接着する（ｃ）。次に
、少なくとも１つの共通電極１２が形成された音響整合層１４を、接着剤等によって圧電
体１１上に接着する（ｄ）。また、共通電極１２を半田によってＦＰＣ基板１７（図１）
の少なくとも１つのランドに接合する。さらに、ＦＰＣ基板１８に機械的又は熱的な加工
を施すことによって、ＦＰＣ基板１８をバッキング材１５に沿って折り曲げることにより
、超音波用探触子の後方に引き回す。その後、超音波診断装置との接続用の複数の同軸ケ
ーブルのアース側の線を半田によってＦＰＣ基板１７に接合すると共に、それらの同軸ケ
ーブルのホット側の線を半田によってＦＰＣ基板１８に接合し、全体をハウジングに収納
して、超音波用探触子が完成する。
【００２２】
　図２に示す製造工程は、本実施形態に係る超音波用探触子の製造工程の一例であって、
本発明は、これに限定されるものではない。なお、超音波用探触子を構成する圧電体等の
部材同士を接合していく順番は、高い接合温度を必要とする部材同士の接合から始めて、
次第に低い接合温度を必要とする部材同士の接合へと進めて行くことが望ましい。
【００２３】
　再び、図１Ａ及び図１Ｂを参照しながら説明する。本実施形態において用いられるＦＰ
Ｃ基板１８には、ポリイミド材が用いられていて、ポリイミド材は、振動子１６と比較し
て大きな熱膨張係数を有している。従って、ＦＰＣ基板１８は、振動子１６が駆動されて
発生する熱等によって周囲の温度が上昇すると膨張し、逆に、周囲の温度が低下すると収
縮する。
【００２４】
　ＦＰＣ基板１８が膨張又は収縮する際には、ＦＰＣ基板１８内において、膨張又は収縮
による応力が発生する。もし、ＦＰＣ基板１８が複数の信号電極１３Ａ～１３Ｄに対して
分割されている場合には、例えば、信号電極１３Ｂの下部においてＦＰＣ基板１８が膨張
又は収縮する際に発生する応力が、信号電極１３Ａ及び１３Ｃの下部に及ぶことはない。
しかしながら、ＦＰＣ基板１８を、複数の信号電極１３Ａ～１３Ｄに対して分割された構
成とするためには、例えば、１枚のＦＰＣ基板１８に切断溝を形成することが必要であり
、形成した切断溝を起点として亀裂が発生し易くなる等の構造上の問題が生じてしまう。
【００２５】
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　そこで、本実施形態においては、ＦＰＣ基板１８が、複数の信号電極１３Ａ～１３Ｄに
対して共通に構成されている。ただし、ＦＰＣ基板１８が単一の平面で複数の信号電極１
３Ａ～１３Ｄに接合されると、例えば、信号電極１３Ｂの下部において発生するＦＰＣ基
板１８の膨張又は収縮による応力が、信号電極１３Ａ及び１３Ｃの下部に及んでしまう。
従って、信号電極１３Ａの下部において、Ｘ軸の正方向の応力とＸ軸の負方向の応力とが
不均衡となり、経時変化によって、信号電極１３ＡとＦＰＣ基板１８との接合にずれが生
じるおそれがある。そのような接合のずれは、信号電極１３Ａの剥離の原因となり、断線
を引き起こしてしまう。
【００２６】
　また、そのような接合のずれによって、信号電極１３Ａの下部においてＦＰＣ基板１８
が撓みを生じるようになると、圧電体１１と音響整合層１４との並びにおいてＺ軸からの
ずれが生じてしまい、超音波の伝播効率が劣化してしまう。さらに、信号電極１３ＡとＦ
ＰＣ基板１８との接合にずれが生じて信号電極１３Ａが剥離すると、次に、信号電極１３
Ｂの下部において、Ｘ軸の正方向の応力とＸ軸の負方向の応力とが不均衡となって、ずれ
が伝播してしまう。従って、一旦、信号電極１３Ａの剥離が発生すると、経時変化によっ
て、信号電極１３Ｂ、信号電極１３Ｃ・・・というように、剥離が連鎖的に発生するおそ
れがある。
【００２７】
　そこで、本実施形態においては、図１Ｂに示すように、ＦＰＣ基板１８が、複数の信号
電極１３間において波形の形状のたわみ部を有しており、そのたわみ部が、スプリングの
ような緩衝材として機能する。例えば、信号電極１３Ｂの下部においてＦＰＣ基板１８が
膨張したとすると、その膨張による応力は、信号電極１３Ａと信号電極１３Ｂとの間に形
成されたたわみ部と、信号電極１３Ｂと信号電極１３Ｃとの間に形成されたたわみ部とに
働き、その結果、たわみ部は、山の部分が高くなるように変形する。
【００２８】
　逆に、信号電極１３Ｂの下部においてＦＰＣ基板１８が収縮したとすると、その収縮に
よる応力は、信号電極１３Ａと信号電極１３Ｂとの間に形成されたたわみ部と、信号電極
１３Ｂと信号電極１３Ｃとの間に形成されたたわみ部とに働き、その結果、たわみ部は、
山の部分が低くなるように変形する。
【００２９】
　即ち、図１Ｂに示すようなたわみ部が形成されている場合には、ＦＰＣ基板１８の膨張
・収縮によって発生する応力は、たわみ部の波形の形状を変形することに用いられるので
、信号電極１３Ａ及び１３Ｃの下部に及ばない。これにより、ＦＰＣ基板１８が複数の信
号電極１３Ａ～１３Ｄに対して分割されている場合と同様の効果を実現でき、かつ、ＦＰ
Ｃ基板１８に切断溝を形成することがないので、構造上の問題を生じることがない。
【００３０】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
　図３Ａは、本発明の第２の実施形態に係る超音波用探触子の内部構造を示す斜視図であ
り、図３Ｂは、図３Ａに示す超音波用探触子をＸ軸方向に切断してＹ軸方向から見た断面
図である。図３Ａに示すように、本実施形態においては、複数の信号電極間において、Ｆ
ＰＣ基板１８に、断面が袋形状（中空の形状）を有するたわみ部が形成されている。それ
以外の点に関しては、図１Ａ及び図１Ｂに示す第１の実施形態と同じである。
【００３１】
　この袋形状は、例えば、断面が、５μｍ～１０μｍの直径を有する円形に近い輪郭を有
している。本実施形態に係る超音波用探触子も、図２に示すのと同様の製造方法によって
製造することができる。図２の（ａ）について説明したように、金型プレス機が用いられ
て、ＦＰＣ基板１８に袋形状を有するたわみ部が形成される。
【００３２】
　本実施形態においては、ＦＰＣ基板１８において袋形状を有するたわみ部が、スプリン
グのような緩衝材として機能する。例えば、図３Ｂにおいて、信号電極１３Ｂの下部にお
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いてＦＰＣ基板１８が膨張したとすると、その膨張による応力は、信号電極１３Ａと信号
電極１３Ｂとの間に形成されたたわみ部と、信号電極１３Ｂと信号電極１３Ｃとの間に形
成されたたわみ部とに働き、その結果、たわみ部の袋形状が、その開口部分が閉じるよう
に変形する。
【００３３】
　逆に、信号電極１３Ｂの下部においてＦＰＣ基板１８が収縮したとすると、その収縮に
よる応力は、信号電極１３Ａと信号電極１３Ｂとの間に形成されたたわみ部と、信号電極
１３Ｂと信号電極１３Ｃとの間に形成されたたわみ部とに働き、その結果、たわみ部の袋
形状は、その開口部分がさらに開くように変形する。従って、図３Ｂに示すような袋形状
を有するたわみ部が形成されている場合には、信号電極１３Ｂに下部において発生した応
力が、袋形状を変形することに用いられるので、信号電極１３Ａ及び１３Ｃの下部に及ば
ない。このようにして、本実施形態においても、第１の実施形態と同様の効果を実現でき
る。
【００３４】
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
　図４Ａは、本発明の第３の実施形態に係る超音波用探触子の内部構造を示す斜視図であ
り、図４Ｂは、図４Ａに示す超音波用探触子を点Ｉ、Ｊ、Ｋを含む平面で切断し、ＦＰＣ
基板と信号電極のみを示す斜視図である。図４Ｂに示すように、本実施形態においては、
複数の信号電極間において、ＦＰＣ基板１８に、複数の孔が形成されたたわみ部が形成さ
れている。それ以外の点に関しては、図１Ａ及び図１Ｂに示す第１の実施形態と同じであ
る。
【００３５】
　ＦＰＣ基板１８には、複数の信号電極１３間において、図１Ａ及び図１Ｂに示すのと同
様の波形の形状を有するたわみ部が形成されているが、その形状は、複数の孔が形成され
ることによって網目形状となっている。本実施形態に係る超音波用探触子も、図２に示す
のと同様の製造方法によって製造することができるが、金型プレス機の他にパンチプレス
機器が用いられて、ＦＰＣ基板１８に複数の孔が形成される。なお、図４Ａ及び図４Ｂに
おいては、複数の信号電極間において１つの波形の形状が形成されているが、複数の波形
の形状が形成されていても良い。
【００３６】
　本実施形態によれば、ＦＰＣ基板１８に形成されているたわみ部が、複数の孔が形成さ
れた網目形状を有しているので、図１Ａ及び図１Ｂに示す第１の実施形態と比較して、応
力に対する変形の度合いが大きくなる。即ち、網目形状を構成する複数の孔が変形するこ
とによって、変形の度合いが高まるので、緩衝機能の効果を大きくすることができる。
【００３７】
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。
　図５は、本発明の第４の実施形態に係る超音波用探触子の内部構造を示す斜視図である
。図５に示すように、本実施形態においては、複数の信号電極間において、音響整合層１
４及び共通電極１２に、波形の形状を有するたわみ部が形成されている。それ以外の点に
関しては、図１Ａ及び図１Ｂに示す第１の実施形態と同じである。
【００３８】
　ＦＰＣ基板１８には、図１Ａ及び図１Ｂに示すのと同様に、複数の信号電極１３間にお
いて、波形の形状を有するたわみ部が形成されている。また、音響整合層１４及び共通電
極１２にも、複数の圧電体１１間において、波形の形状を有するたわみ部が形成されてい
る。
【００３９】
　本実施形態に係る超音波用探触子も、基本的に、図２と同様の製造方法によって製造す
ることができる。本実施形態においては、図２の（ｃ）に示す工程と図２の（ｄ）に示す
工程との間において、音響整合層１４をプレス加工して波形の形状を形成する。さらに、
波形の形状が形成された音響整合層１４の表面上に、導電ペーストを用いて金属箔を貼り
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付けて、共通電極１２を形成する。あるいは、音響整合層１４の表面に真空成膜法等によ
って金属膜を形成することにより、共通電極１２を形成しても良い。このようにして共通
電極１２が形成された音響整合層１４は、圧電体１１上に接着剤等によって接着される。
なお、図５においては、複数の圧電体間において、音響整合層１４及び共通電極１２に１
つの波形の形状が形成されているが、複数の波形の形状が形成されていても良い。
【００４０】
　一般に、音響整合層１４も、ＦＰＣ基板１８と同様に、振動子１６と比較して大きな熱
膨張係数を有しているので、温度が上昇すると膨張し、温度が低下すると収縮する。音響
整合層１４及び共通電極１２は、複数の圧電体１１に対して分割されずに共通に接合され
ているので、図１Ａ及び図１Ｂに示すＦＰＣ基板１８について説明したのと同様の問題が
生じる。特に、共通電極１２は、複数の圧電体１１に対して共通に接合されているので、
共通電極１２の一部分が１つの圧電体から剥がれると、他の圧電体に対しても電圧が供給
されない等の影響が及んでしまう。
【００４１】
　一般に、音響整合層１４の主な材料であるエポキシ樹脂は、ＦＰＣ基板１８の主な材料
であるポリイミド材よりも弾力性は低いが、図５に示すような波形の形状を有するたわみ
部を設けることによって、スプリング的な弾性を実現することができる。その結果、ＦＰ
Ｃ基板１８に波形の形状を有するたわみ部を設けたのと同様の効果を実現することができ
る。また、図５に示すように、音響整合層１４及び共通電極１２は、圧電体１１側に凸部
を向けて波形の形状を形成しているので、音響整合層１４上に音響レンズを形成する場合
においても特に問題とならない。
【００４２】
　図１Ａ～図５においては、Ｘ軸方向のみに振動子をアレイ化した１次元アレイについて
説明したが、本発明は、１次元アレイに限定されるものではなく、２次元アレイにも適用
できる。即ち、図１Ａ～図５において、Ｘ軸方向とＹ軸方向とに振動子を並べてアレイ化
し、全体として２次元アレイを構成しても良い。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明は、医療用や構造物探傷用の超音波撮像装置において用いられ、超音波を送信及
び／又は受信する複数の超音波トランスデューサを含む超音波用探触子において利用する
ことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１Ａ】本発明の第１の実施形態に係る超音波用探触子の内部構造を示す斜視図である
。
【図１Ｂ】図１Ａに示す超音波用探触子をＸ軸方向に切断してＹ軸方向から見た断面図で
ある。
【図２】図１に示す超音波用探触子の製造方法を説明するための図である。
【図３Ａ】本発明の第２の実施形態に係る超音波用探触子の内部構造を示す斜視図である
。
【図３Ｂ】図３Ａに示す超音波用探触子をＸ軸方向に切断してＹ軸方向から見た断面図で
ある。
【図４Ａ】本発明の第３の実施形態に係る超音波用探触子の内部構造を示す斜視図である
。
【図４Ｂ】図４Ａに示す超音波用探触子を点Ｉ、Ｊ、Ｋを含む平面で切断し、ＦＰＣ基板
と信号電極のみを示す斜視図である。
【図５】本発明の第４の実施形態に係る超音波用探触子の内部構造を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１１　圧電体
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　１２　共通電極
　１３　信号電極
　１４　音響整合層
　１５　バッキング材
　１６　振動子
　１７、１８　フレキシブル配線基板

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】
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